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次世代X線天文衛星NeXTにおける観測で大きな柱の一つは、10 keV以上の硬X線領域での世界初の撮像集
光観測であり、それを硬 X線望遠鏡とともに担うのが、硬 X戦撮像検出器 (HXI:Hard X-ray Imager)である。
HXIは、撮像分光が可能な両面シリコンストリップ検出器 (DSSD)とテルル化カドミウム (CdTe)半導体検出器
をそれぞれ組み合わせた検出器であり、5 keV から 80 keVの領域をカバーする。DSSD、CdTe半導体検出器は、
250 µm から 1 mmの位置分解能を持ち、5秒角から 20秒角の角度分解能を目指す。
我々のグループでは、このHXIの実現を目指し、多岐にわたる開発研究を行ってきた。DSSD素子の設計、CdTe
半導体素子の電極設計、信号読み出し用のアナログ LSI、アナログ LSIと検出器素子との実装、アナログ LSIで
のデータ読み出しとデータ処理、などを実際に、試作検出器を製作し、動作試験を通して、開発研究を進めてき
た。本講演では、これまでの開発の動向と、DSSD、CdTe半導体検出器を中心に現状を報告する。また、衛星搭
載品の設計に向けた今後の展望、軟ガンマ線検出器 (SGD)開発との関連についてまとめる。


